DIALOG(R)File 351:Derwent WPI 

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv. 

012219392 **Image available** 
WPIAccNo: 1999-025498/199903 
XRAM Acc No: C99-008001 
XRPX Acc No: N99-0 19534 

Mounted and packaged electrical assembly production - using single 
furnace operation to cure both mounting adhesive and packaging gel 

Patent Assignee: BOSCH GMBH ROBERT (BOSC ) 
Inventor: BRIELMANN V; ERNST S; JAHN H 
Number of Countries: 021 Number of Patents: 008 
Patent Family: 

Patent No Kind Date ApplicatNo Kind Date Week 
DE 19722355 Al 19981203 DE 1022355 A 19970528 199903 B 
WO 9854760 Al 19981203 WO 98DE883 A 19980326 199903 
AU 9880079 A 19981230 AU 9880079 A 19980326 199918 
EP 985226 Al 20000315 EP 98928076 A 19980326 200018 

W0 98DE883 A 19980326 
CZ 9904236 A3 20000517 WO 98DE883 A 19980326 200031 

CZ 994236 A 19980326 
AU 723949 B 20000907 AU 9880079 A 19980326 200048 
US 6320747 Bl 20011120 WO 98DE883 A 19980326 200174 

US 2000424810 A 20000131 
JP 2001526840 W 20011218 WO 98DE883 A 19980326 200203 

JP 99500072 A 19980326 



Priority Applications (No Type Date): DE 1022355 A 19970528 
Patent Details: 

Patent No KindLanPg Main IPC Filing Notes 
DE 19722355 Al 5H05K-013/04 
WO 9854760 Al G H01L-021/58 
Designated States (National): AU CZ JP US 

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC 
NL PT SE 

AU 9880079 A H01L-021/58 Based on patent WO 9854760 
EP 985226 Al G H01L-021/58 Based on patent WO 9854760 

Designated States (Regional): DE FR GB 
CZ 9904236 A3 H01L-021/58 Based on patent WO 9854760 
AU 723949 B H01L-021/58 Previous Publ. patent AU 9880079 

Based on patent WO 9854760 
US 6320747 B 1 H05K-007/20 Based on patent WO 9854760 
JP 2001526840 W 17 H01L-025/07 Based on patent WO 9854760 

Abstract (Basic): DE 19722355 A 
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USE - For producing assemblies of chips or individual transistors 
or other devices on metallic heat sinks, e.g. an automobile battery 
charging regulator. 



ADVANTAGE - The process employs a single furnace curing operation 
for the adhesive and the gel so that considerable time savings (1.5-2.5 
hrs.) are made and produces a compact assembly with reliable contacting 
and cooling of devices on the component. 
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(54) Verfahren zur Herstellung elektrischer Baugruppen und elektrische Baugruppe 

@ Es wird ein Verfahren zur Herstellung elektrischer Bau- 
gruppen vorgeschlagen, bei dem ein Leistungsbaustein 
auf einem Befestigungsteil mit einem Klebstoff befestigt 
wird, wobei der Klebstoff zunachst in einem Randbereich 
vorgehartet wird und in einem weiteren Schritt der Lei- 
stungsbaustein mit einem Gel umhullt wird. In einem wei- 
teren Schritt werden das Gel und der Klebstoff zusammen 
in einem Schritt ausgehartet. Das Verfahren stellt ein ko- 
sten- und zeitoptimiertes Verfahren zur Herstellung einer 
kompakten elektrischen Baugruppe mit Leistungsbaustei- 
nen dar, die eine hohe Verlustleistung erzeugen und gro- 
Ben mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

Die Erfindung geht aus von einem Vcrfahren bzw. einer 5 
elektrischen Baugruppe nach der Gattung der unabhangigen 
Anspriiche. Aus der DE 39 39 628 ist schon ein solches Ver- 
fahren bzw. eine solche elektrische Baugruppe bekannt, bei 
dem bzw. bei der Bauelemente mit einem UV-hartbaren 
Klebstoff oder Klebharz (kurz: "Klebstoff') auf keramische 10 
Schichtschaltungen geklebt werden und die Aushartung des 
Klebstoffes durch riickseilige Bestrahlung der keramischen 
Schichtschaltungen mitUV-Licht erfolgt. Dabei wird durch 
den durch das Substrat hindurchtretenden Anteil des UV- 
Lichts die Hartung des Klebstoffes unter dem gesamten 15 
Bauelement bewirkt. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den kennzeichnen- 20 
den Merkmalen des unabhangigen Verfahrensanspruchs hat 
demgegeniiber den Vorteil, daB nach der Vorhartung des 
Klebstoffs in einem weiteren Schritt das Bauelement bzw. 
ein Leistungsbaustein mit einem Gel umhiillt werden kann, 
wobei nach dem VergelungsprozeB das Gel und der Kleb- 25 
stoff zusammen in einem Schritt in einem OfenprozeB aus- 
gehartet werden konnen. Das bedeutet eine erhebliche Zeit- 
erspamis gegenuber zwei getrennten Ofenprozessen fur den 
Klebstoff und das Gel. Als Vorteil der elektrischen Bau- 
gruppe mit den kennzeichnenden Merkmalen des unabhan- 30 
gigen Vorrichtungsanspruchs ist anzusehen, daB eine kom- 
pakte Bauweise gegeben ist, die eine betriebssichere Kon- 
taktierung und Kuhlung der auf dem Leistungsbaustein an- 
geordneten Bauelemente gewahrleistet. 

Durch die in den abhangigen Anspruchen aufgefuhrten 35 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbes- 
serungen der in den unabhangigen Anspruchen angegebe- 
nen Verfahren bzw. Baugruppen mogtich. Besonders vor- 
teilhaft ist die Randanhartung des Klebstoffes in einem 
Randbereich des Leistungsbausteins, insbesondere mit UV- 40 
Bestrahlung. Dadurch ist nur ein kleiner, frei zuganglicher 
Bereich fiir die aushartende Strahlung notwendig, und der 
VorharteprozeB mit UV-Lichl benotigt nur wenige Sekun- 
den. Fuhrt also gegenuber einer Aushartung in einem Ofen- 
prozeB zu einer auBerordentlichen Zeitersparnis. 45 

Als auBerordentlich vorteilhaft erweist sich die Vorhar- 
tung des Klebstoffs in Verbindung mit einem BondprozeB 
des Leistungsbausteins. Durch die Vorhartung ist eine aus- 
reichende Anbindung des Leistungsbausteins an ein Befesti- 
gungsteil gegeben, um in einem automatisierten Bondpro- 50 
zeB eine fehlerfreie Kontaktierung des Leistungsbausteines 
zu ermoglichen. Das heiBt, durch die Vorhartung wird so- 
wohl eine ausreichende Fixierung des Leistungsbausteines 
fur das sogenannte Drahtbonden gewahrleistet, als auch er- 
heblich Zeit eingespart im ProzeB der Aushartung des Kleb- 55 
stoffs und des fur die Umhullung des Leistungsbausteins 
verwendeten Gels. 

Die Bereitstellung des Leistungsbausteins erfolgt in vor- 
teilhafter Weise unter Einsatz eines metallischen Leiterrah- 
mens, insbesondere aus Kupfer, auf dem Chips in beispiels- 60 
weise elektrisch leitender Verbindung mit einem elektrisch 
leitfahigen Klebstoff aufgebracht werden. Auch hier kann 
bei der Aushartung des Klebstoffs ein sonst ublicher und im 
Masseneinsatz umstandlicher wie zeitaufwendiger Ofenpro- 
zeB entfallen, wenn auch hier der elektrisch leitende Kleb- 65 
stoff, der seitlich am Chip austritt, mit UV-Strahlung gehar- 
tet wird oder wenn die Erhitzung des Klebstoffs zur Aushar- 
tung zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwi- 
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schen Leistungsbaustein und metallise hem Block in einem 
Induktionsofen erfolgt, also in einem Ofen, in dem durch 
magnetische Induktion induzierte Wirbelstrome eine geeig- 
nete Erhitzung bewirken. 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich durch 
die in den ubrigen Anspruchen genannten Merkmale. 

Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeich- 
nung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung na- 
her erlautert. Es zeigen Fig. 1 eine Draufsicht auf eine nach 
dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellte elektrische 
Baugruppe, Fig. 2 eine Querschnittsseitenansicht der elek- 
trischen Baugruppe nach Fig. 1 und Fig. 3 den Aufbau eines 
im erfindungsgemaBen Verfahren verwendeten Leiterrah- 
mens. 

Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

Fig. 1 zeigt einen auf einem als Kuhlkorper ausgebiideten 
Befestigungsteil 1 angeordneten Leistungsbaustein 6. Der 
Leistungsbaustein 6 weist ein als Kupferblock 3 ausgebilde- 
tes Bodenstiick auf, auf dem ein Chip 4 und ein weiterer 
Chip 5 angeordnet sind. Die beiden Chips sind uber Draht- 
bonds 7 elektrisch miteinander verbunden. Der Kiihlkorper 
1 ist mit einem Kunststoffgehause 8 verbunden, von dem ein 
Ausschnitt in der Fig. 1 dargestellt ist. In der Vertiefung 14 
der elektrischen Baugruppe 15 ist noch ein schmaler Rand 
des Kuhlkorpers 1 ersichtlich. Der zwischen dem Kupfer- 
block 3 und dem Kuhlkorper 1 angeordnete Klebstoff schaut 
etwas unter dem Kupferblock 3 hervor, daB heiBt, der Kup- 
ferblock 3 ist einem schmalen Randbereich von einem 
Randbereich der Klebstoffschicht 2 umgeben. Die Chips 
konnen beispiels weise iiber Drahtbonds 9 mit der vemickel- 
ten Oberflache des Kupferblocks 3 in elektrischer Verbin- 
dung stehen, ebenso ist im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel 
der Chip 5 iiber Drahtbonds 10 und 11 mit Kontakuerflachen 
12 und 13 elektrisch verbunden, wobei diese Kontaktierfla- 
chen im Kunststoffgehause angeordnet sind und entweder 
innerhalb des Kunststoffgehauses oder auf dessen Oberfla- 
che zu Kontaktierstellen der elektrischen Baugruppe gefuhrt 
werden konnen, beispielsweise zu Lochem, die gleichzeitig 
zur mechanise hen Fixierung der elektrischen Bautruppe die- 
nen. 

Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der in der Fig. 1 gezeigten 
elektrischen Baugruppe im Querschnitt. Gleiche Bezugszei- 
chen wie in Fig. 1 bezeichnen gleiche Teile und werden 
nicht nochmals beschrieben. Der Kuhlkorper ist im gezeig- 
ten Ausfuhrungsbeispiel ist riickseitig mit Kuhlrippen verse- 
hen, wahrend auf der Vorderseite des Kiihlkorpers der auf 
dem Kuhlkorper angeordnete Leistungsbaustein zum 
Zwecke des Korrosionsschutzes mit einem Gel 33 umgeben 
ist. Dieses Gel umgibt beispielweise auch die Kontakuerfla- 
chen 12. Das Kunststoffgehause 31 umgibt die Anordnung 
von Kuhlkorper und Leistungsbaustein, wobei der Kiihlkor- 
per 1 in formschlussiger Weise mit dem Kunststoffgehause 
31 verbunden ist. Im gezeigten Querschnitt ist die beispiels- 
weise elektrisch leitende Verbindung des Chips 4 mit dem 
Kupferblock 3 iiber einen elektrisch leitfahigen weiteren 
Klebstoff 32 ersichtlich. Die elektrische Baugruppe 15 ist 
ferner mit einem Deckel 30 versehen, der den mit einem Gel 
versehenen Bereich um den Leistungsbaustein herum bei- 
spielsweise vor mechanischen Schadigungen schiitzl. 

Die elektrische Baugruppe 15 dient beispielsweise zur 
von einem Ladezustand einer Autobatterie abhangigen Auf- 
ladung dieser Batterie durch einen von einem Kfz-Motor an- 
getriebenen Generator. Die Baugruppe ist dabei feindlichen 
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Umwelteinflussen eingesetzt und produziert hohe Verlust- 
leisiungen^ so daB sowohl ein sicherer mechanischer Schutz 
als auch Korrosionsschutz sowie eine gute Ableitung der 
Verlustleistung gegeben sein muB, und dies bei moglichst 
kompakter Bauweise. Der Kiihlkdrper und die gut warme- 5 
leitende Verbindung iiber den Kupferblock 3 und den gut 
warmeleitfahigen Klebstoff 2 gewahrleisten eine sichere 
Abfuhr der Verlusdeistung, das um den Leistungsbaustein 
angeordnete Gel schiitzt vor Korrosion und der Deckel so- 
wie das Kunststoffgehause 31 samt Kontaktierstellen ge- 10 
wahrleisten Schutz vor mechanischer Schadigung sowie 
eine robuste mechanische und elektrische Anbindung der 
Baugruppe an andere Vorrichtungen. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischer Bau- 
gruppe nach Fig. 1 und 2 wird im folgenden beschrieben: is 
Zunachst wird ein Leiterrahraen 20 gemaB Fig. 3 bereitge- 
stellt, der vorzugsweise aus Kupfer besteht und Kupfer- 
blocke 21 aufweist, die spater jeweils das Bodenstiickteil 3 
eines Leistungsbausteines 6 bilden. Es wird ein elektrisch 
leitfahiger Klebstoff zur Herstellung einer elektrisch leiten- 20 
den Verbindung (Massenverbindung) zwischen Chip und 
Kupferblock auf die Kupferblocke 21 des Leiterrahmens 20 
gestempelt. In einem weiteren Schritt werden die Chips auf 
den mit elektrisch leitfahigen Klebstoff versehenen Rachen 
angeordnet und der Klebstoff ausgehartet. Dies geschieht in 25 
einem OfenprozeB und dauert ca. 2Vz Stunden. Wahlweise 
kann zur mechanischen Fixierung und elektrischen Kontak- 
tierung der Chips auf den Kupferblocken zwischen den 
Chips und den Kupferblocken ein Lot eingebracht werden, 
das im OfenprozeB schmilzt und somit eine elektrische Ver- 30 
bindung zwischen Chip und Kupferblock herstellt. In einer 
vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung wird das Vbr- 
handensein eines metallischen Klebepartners, namlich den 
Kupferblocken sowie des elektrisch leitfahigen Klebstoffs, 
der Metallpartikel enthalt, ausgenutzt um statt eines aufwen- 35 
digen Ofenprozesses (Zeit- und Platzaufwand) die Aushar- 
tung des Klebstoffes (bzw. das Schmelzen des zwischen den 
Chips und den Kupferblocken angeordneten Lots) iiber ma- 
gnetische Induktion in einem Induktionsofen zu erzielen. 
Alternativ kann auch hier die Fixierung der Chips durch 40 
UV-Randanhartung eines seitlich austretenden Leitkleb- 
stoffs erfolgen. Voraussetzung ist die Verwendung eines 
UV-hartbaren Lcitklebstoffs. Die vollstandige Aushartung 
des UV-hartbaren elektrisch leitenden Klebstoffs erfolgt in 
einem weiteren Schritt zusammen mit dem VerguBgel. Die 45 
bisher beschriebenen Verfahrensschritte gehoren zur Vor- 
montage der Leistungsbausteine. Dabei konnen neben gan- 
zen Chips auch einzelne Transistoren, Dioden, Zunder- oder 
Reglerchips auf einer Warmersenke, insbesondere einem 
metallischen Kuhlkorper, montiert werden. Die Klebstof- 50 
fapplikation auf dem Leiterrahmen kann dabei durch Stem- 
peln, Dispensen, Sieb- bzw. Schablonendruck erfolgen. Da- 
bei fuhrt die Verwendung eines Induktionsofens oder einer 
UV-Durchlaufstrecke zu einer deutUchen Verkiirzung der 
Aushartezeit des elektrisch leitfahigen Klebstoffs sowie zu 55 
einem seriellen Ablauf der Klebung ohne Puffer oder Stack, 
da z. B. der Induktionsofen in einfacher Weise als Ofen mit 
kontinuierlichem DurchfluB von auszuhartenden Leistungs- 
bausteinen ausgestaltet werden kann. Die Kosten der ge- 
nannten Prozesse sind gegeniiber einem herkbmmlichen 60 
OfenprozeB beziighch Energie und Anschaffung geringer, 
da insbesondere keine Warmeverluste auftreten und nur die 
Elemente (metallische Elemente) erhitzt werden, die auch 
erhitzt werden sollen. Ferner ist insgesamt das Handling der 
Teile vereinfacht. Der Induktionsofen weist dabei eine 65 
Durchlaufstrecke mit magnetischen Spulen auf. Neben einer 
verkiirzten Aushartezeit wird durch Einsatz magnetise her 
Strahlung die Aufwarmphase des Leiterrahmens deutlich re- 
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duziert, da spezifisch metallische Teile erwarmt werden. Der 
in der Fig. 3 dargestellte Leiterrahmen durchlauft also die 
Durchlaufstrecke eines Induktionsofens oder einer UV-Be- 
strahlungsanlage, und durch dieses Vorgehen ist eine Inte- 
gration der beschriebenen Leistungsbausteinvormontage in 
den Fertigungsablauf der nachfolgend beschriebenen End- 
montage der elektrischen Baugruppe moglich. Hierdurch er- 
geben sich als Einsparpotential geringere Investitionskosten 
(1 Ofen weniger), sowie eine Minimierung der Fertigungs- 
zeit pro Leiterrahmen als auch geringe Energiekosten. 

Nach der beschriebenen Vormontage der Leistungsbau- 
steine erfolgt die Endmontage. Dabei werden die Leistungs- 
bausteine durch Stanzen des Leiterrahmens 20 vereinzelt 
und in einer Bondmontage erfolgt gegebenenfalls ein Draht- 
bonden, das heiBt die Herstellung diverser elektrischer Ver- 
bindungen zwischen mehreren auf einem als Kupferblock 
21 ausgestalteten Bodenstiick 3 angeordneten Chips 4, 5. 
Der Leistungsbaustein 6 muB nun auf dem Kuhlkorper 1 be- 
festigt werden. Diese Verbindung wird durch einen warme- 
leitenden Klebstoff realisiert. Dabei erfolgt eine Klebstof- 
fapplikation auf dem Kuhlkorper durch Stempeln, Dispen- 
sen oder Sieb- bzw. Schablonendruck. AnschlieBend wird 
der Leistungsbaustein auf die Klebstoffschicht 2 aufge- 
bracht. In einem weiteren Schritt erfolgt eine Vorhartung der 
aus einem UV-hartenden Klebstoff gebildeten Klebstoff- 
schicht 2 in einem Randbereich um den Leistungsbaustein 6 
herum, wie er in Fig. 1 ersichtlich und mit Bezugszeichen 2 
markiert ist. Diese Randvemetzung erfolgt durch Strah- 
lungshartung mit UV-Licht mit einer Wellenlange von 10 
bis 400 nm, bevorzugt bei 300 bis 400 nm, das in der An- 
sicht von Fig. 1 von oben auf den Leistungsbaustein gerich- 
tet wird. Dabei wird nur der besagte Randbereich der Kleb- 
stoffschicht des UV-hartbaren Klebstoffs vemetzt. Dieser 
Schritt dauert ca. 15 Sekunden. Diese Vorhartung reicht aus, 
um die fur einen nachfolgenden DrahtbondprozeB erforder- 
liche mechanische Stabilitat zu gewahrleisten. In diesem 
DrahtbondprozeB werden die auf dem Kupferblock ange- 
ordneten Chips uber Drahtbonds 9, 10, 11 bspw. durch Ul- 
traschallschweiBen elektrisch mit Kontaktierflachen 12, 13 
und/oder dem Kupferblock verbunden. Als UV-hartbarer 
Klebstoff wird bspw. ein UV-hartbarer Acrylatklebstoff ver- 
wendet. Ein solcher UV-hartbarer Acrylatklebstoff ist bspw. 
unter der Markenbezeichnung Vitralit 850/7 von der Firma 
Panacol erhaltlich. Vorteilhafterweise konnen hier Ab- 
standshalter eingesetzt werden, um eine Mindestdicke der 
Klebstoffschicht 2 zu gewahrleisten, die erforderlich ist, um 
mechanische Spannungen auszugleichen. In einem weiteren 
Schritt erfolgt ein VerguB des Leistungsbausteins und der 
Drahtbonds in einem VergelprozeB. Dabei werden Lei- 
stungsbausteine sowie die Drahtbonds mit einem Gel um- 
hullt. AnschlieBend erfolgt eine Restaushartung der Kleb- 
stoffschicht 2 unter dem Leistungsbaustein (und gegebenen- 
falls der Klebstoffschicht 32) und die Aushartung des fur 
den VergelprozeB verwendeten Silicongels in einem Ar- 
beitsgang in einem OfenprozeB. Bisher wurde fur die An- 
bindung eines Leistungsbausteins an einen Kuhlkorper ein 
Warmeleitklcbstoff verwendet, der nur durch Warmeeinwir- 
kung abbindet. Dadurch muBte ein OfenprozeB zwischen 
der Bestiickung des Kiihlkorpers mit einem Leistungsbau- 
stein und der Drahtbondung angewendet werden, da eine 
mechanische Fixierung des Leistungsbausteins zur Draht- 
bondung notwendig ist. Im erfindungsgemaBen Verfahren 
hingegen werden statt 2 getrennten Ofenprozessen fur Kleb- 
stoffaushartung und Gelaushartung, die jeweils ca. 
l l /2-2 Stunden benotigen, nur ein gemeinsamer OfenprozeB 
benotigt, wohingegen die Vorhartung der Klebstoffschicht 2 
mit einem 15-30 Sekunden dauernden UV VorharteprozeB 
durchgefuhrt wird, in dem der Randbereich der Klebstoff- 
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schicht 2 bestrahlt wird. Neben der Einsparung eines Ofen- 
prozesses wird es moglich, den VorharteprozeB als Durch- 
laufstrecke auszugestalten, in der Baugruppen mit vorzuhar- 
tenden Klebstoffschichen eine definierte Zeit eine von UV- 
Licht erfiillte Zone kontinuierlich, vom vorangegangenen 5 
ProzeBschritt ausgehend, durchlaufen, urn nahdos zum 
nachfolgenden ProzeBschritt des Drahtbondens zu gelangen. 
Da der IC drahtgebondet wird, obwohl der Klebstoff unter 
dem Leistungsbaustein noch nicht ausgehartet wurde, be- 
zeichnet den ProzeB des Drahtbondens in diesem Verfahren 10 
auch als NaBbonden. Die Vorteile des Verfahrens der me- 
chanischen Vorfixierung des Leistungsbausteins durch 
Randanhartung des UV-hartbaren Klebstoffs liegen in einer 
erheblichen Kostenerspamis, da die Anschaffung eines 
zweiten teuren Ofens sich eriibrigt und auch ungefahr die 15 
Halfte der Energie eingespart wird, die zur Aushartung er- 
forderlich ist. Inbesondere vorteilhaft ist auch die 
P/^V^stundige Zeitersparnis, dadurch daB nur ein Ofen- 
prozeB benotigt wird. 

Der bei der Vormontage der Leistungsbausteine beschrie- 20 
bene Einsatz eines Induktionsofens oder eine UV-Randan- 
hartung eines Leitklebstoffs ist auch bei der Klebung von 
Chips direkt auf einem Kuhlkorper denkbar, der wie in Fig. 
1 und 2 dargestellt, von einem Kunststoffgehause umgeben 
ist. Hier besteht der Vorteil darin, daB nur das Metall erhitzt 25 
wird, nicht aber der Kunststoff. Folglich muB nur die ther- 
mische Masse des Metalls, nicht aber des Kunststoffs erhitzt 
werden. Hieraus erfolgt auch eine deutliche Verkiirzung der 
Aufwarm- und damit der gesamten Aushartezeit. Vorausset- 
zung fur den Einsatz eines Induktionsofens ist lediglich, daB 30 
einer der Klebepartner einen hohen Metallgehalt aufweist, 
so daB iiber Induktionsstrome gezielt eine Aufheizung erfol- 
gen kann. Weitere Anwendungen eines Induktionsofens 
konnten sein: die Montage von Leistungstransistoren und 
Dioden in kombinierten Lot- und Klebeprozessen, also ein 35 
sogenanntes Lotkleben oder auch die Montage von Lei- 
stungsbausteinen auf Aluminium- oder Eisenkuhlkorpem. 

Patentanspriiche 

40 

1. Verfahren zur Herstellung elektrischer Baugruppen 
(15), 

- bei dem in einem ersten Schritt ein Leistungs- 
baustein (6) bereitgestellt wird, 

- in einem weiteren Schritt ein Befestigungsteil 45 
(1) bereitgestellt wird, 

- auf dem ein Klebstoff aufgebracht wird, 

- wobei in einem weiteren Schritt der Leistungs- 
baustein (6) auf dem Klebstoff angeordnet wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB 50 

- der Klebstoff vorgehartet wird, 

- in einem weiteren Schritt der Leistungsbaustein 
mit einem Gel (33) umhiillt wird, 

- das Gel (33) und der Klebstoff zusammen in ei- 
nem Schritt ausgehartet werden. 55 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach dem Vorharten des Klebstoffs ein Draht- 
bonden, insbesondere ein Ultraschall-Drahtbonden, 
des Leistungsbausteins erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB der Klebstoff in einem Randbereich des 
Leistungsbausteins vorgehartet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Vorhartung mit UV-Bestrahlung erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 65 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Bereitstellung 
des Leistungsbausteins (6) 

- die Bereitstellung eines Leiterrahmens (20) und 
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von Chips (4, 5) umfaBt, 

- wobei zwischen den Chips und dem Leiterrah- 
men ein Verbindungsmedium eingebracht wird, 

- wobei in einem weiteren Schritt das Verbin- 
dungsmedium in einen die Chips und-den Leiter- 
rahmen zumindest teilweise verbindenden Zu- 
stand versetzt wird, 

- wobei in einem weiteren Schritt eine Vereinze- 
lung des Leistungsbausteins und gegebenenfalls 
ein Drahtbonden zwischen den auf dem Lei- 
stungsbaustein angeordneten Chips erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB als Verbindungsmedium ein weiterer Klebstoff 
(32) und/oder ein Lot eingesetzt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Versetzung in den zumindest teil- 
weise verbindenden Zustand durch UV-Bestrahlung 
oder Erhitzung in einem Induktionsofen erfolgt. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Befestigungsteil 
ein Kuhlkorper verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Kuhlkorper mit einem Kunststoffgehause 
(31) verbunden ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB ein Deckel (30) auf dem Befesti- 
gungsteil aufgesetzt wird. 

11. Elektrische Baugruppe (15) mit einem auf einem 
Befestigungsteil (1) angeordneten Leistungsbaustein 
(6), dadurch gekennzeichnet, daB der Leistungsbau- 
stein auf dem Befestigungsteil aufgeklebt ist, daB der 
Leistungsbaustein mit einem mit dem Befestigungsteil 
verbundenen Gehause, insbesondere Kunststoffge- 
hause (31), iiber Bonddrahte (10, 11) und Kontaktier- 
flachen (12, 13) verbunden ist und daB der Leistungs- 
baustein mit einem Gel (33) verpackt ist. 

12. Baugruppe nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Leistungsbaustein einen Chip, einen 
Transistor oder ein anderes elektronisches Bauelement 
aufweist. 

13. Baugruppe nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Leistungsbaustein eine Anord- 
nung von Chips auf einem Bodenstiick aufweist. 

14. Baugruppe nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Bodenstiick aus einem metallischen 
Block, insbesondere Kupferblock (21), besteht. 
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